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Vazeni,

zadavatel dne 3.7.2024 obdrzel zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace verejné zakazky ,Elektronovy
mikroskop s fokusovanym iontovym svazkem (FIB-SEM)", zadavané v otevieném nadlimitnim Fizeni. V souladu
s ust. §§ 98 a 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon"), na tyto zadosti
odpovidame. Vysvétleni poskytujeme stejnym zplsobem, jakym byly zadavaci podminky poskytnuty, tedy
uverejnénim na profilu zadavatele. Zaroven vysvétleni odesilame vsem znamym dodavatellm.

Dotaz ¢. 9:

Clének ,VIII. ZARUKA" a odstavec 3 popisuje, Ze dodavatel je povinen odstranit nebo preklenout ozndmenou
vadu zboZi do 15 dnd od jejiho oznameni. Lhiita 15 dni je pro nékteré vady prilis kratka. Bylo by mozné zménit
Uvod casti odstavce 3 na “Dodavatel je povinen odstranit Ci preklenout oznamenou vadu zbozi nejpozdéji do
30 dnd od jejiho nahlaseni.”?

Odpovéd”:

Zadavatel trva na dobé k odstranéni ¢i preklenuti oznamené vady zboZi nejpozdéji do 15 dnl od jejiho
nahlaseni.

Dotaz ¢. 10:

Podle ¢l. IX odst. 4 se za kazdy den prodleni s odstranénim vady pInéni vypocitavaiji penale ve vysi 0,06 % z
ceny plnéni za den. Mohl by zadavatel zvazit zruseni téchto sankci, pfipadné doplnit formulaci o vétu ...”pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak”?

Odpovéd
Zadavatel trva na uvedené vysi smluvni pokuty a nebude ustanoveni o vysi pokuty nijak ménit ¢i dopliovat.

Dotaz ¢. 11:

Navrhujeme, aby byla odpovédnost podle odstavce 8 ¢lanku VIII omezena na pfimé Skody. Zaroven zadame
zadavatele o zvazeni stropu pro kompenzacni ¢astku v maximalni vysi celkové hodnoty zakazky.

Odpovéd":
Zadavatel trva na znéni odst. 8 Clanku VIII. Obchodnich podminek. Ustanoveni o nahradé skody nebude nijak
ménit, doplfiovat ¢i omezovat.

Dotaz ¢. 12:

Dotaz k 1. Casti SEM a bodu 1.3 dokumentu “01 Technicka specifikace”:

"1.3 Systém musi obsahovat tuto minimalni konfiguraci detektor(: Everhart-Thornleydv detektor sekundarnich
elektront (SE), [UVEDE UCASTNIK min. vSak 2 — hodnotici kritérium ¢. 1.7] in-lens detektory sekundarnich

elektrond a zpétné odrazenych elektronll v tubusu (SE a BSE), FIB detektor sekundarnich iontd a elektrond,
detektor proslych elektrond (STEM), difrakéni detektor (EBSD) a roentgenovy detektor (EDX).”


https://zakazky.vsb.cz/

Musi byt FIB detektor sekundarnich iontd a elektrond instalovan v komore stejné jako Everhart-Thornley
detektor (ETD) sekundarnich elektron{i? Tedy nejde o nahradu ETD za FIB detektor? Doporucujeme moznost
instalace FIB detektoru a ETD na rl{izna mista komory, protoze kombinovana detekce jak FIB detektoru, tak
ETD poskytuje vyrazné lepsi detekci signalu sekundarnich elektrond, zejména béhem automatizovaného
procesu pripravy TEM lamel.

Odpovéd":

Umisténi ETD SE detektoru a FIB detektoru nejsou technickou specifikaci omezena, je tak umoznéna flexibilita
feSeni s cilem vysoké citlivosti detekce signald a jejich vzajemna optimalni kombinace. Pro Uplnost uvadime,
Ze ve smyslu hodnoticiho kritéria 1.7 poZadujeme minimalné 2 in-lens detektory sekundarnich elektrond
a zpétné odrazenych elektronl v tubusu (SE a BSE).

Dotaz ¢. 13:
Dotaz k 2. Casti FIB a bodu 2.2 dokumentu “01 Technicka specifikace”:

2.2 Systém FIB-SEM musi umoznit automatickou pripravu TEM lamel o tloustce: d = [UVEDE UCASTNIK max.
vsak 50 — hodnotici kritérium ¢. 1.2] nm, a to bez zasahu operatora a nutnosti pouziti naslednych externich
operaci mimo svazek FIB. Podminkou nutnou je: automatické frézovani (chunk milling) a automatické
podfezavani (undercut), semiautomatické vytahovani lamel (guided / interactive lift out) a automatické
ztencovani na mrizce (on grid thinning) a automatické lesténi za nizkého napéti (low kV polishing) pro vSechny
geometrie pripravy TEM lamely - shora dold (top down), rovinny pohled (planar) a obraceny (inverted).
Hodnota ,d" predstavuje tloustku lamely vytvorené nabizenym FIB-SEM z kifemikového substratu pfi nastaveni
iontového svazku na 30 kv. *

Je nutné hodnotit kvalitu lamel po kone¢ném ztencovani na 30kV? Bude konecna tloustka vyhodnocena ve
STEM-EELS pro oveéreni? Jaké jsou specifikace Casti nizkonapét'ového lesténi, jak nizké napéti musi byt?

Odpovéd".

Zadavatel na tomto hodnoticim kritériu trva. Cilem hodnoticiho kritéria 1.2 je identifikovat dodavatele systému,
ktery je schopen pfipravit nejtenci lamely na vysokém stupni automatizace a s dostatecnou flexibilitou modd
pri konecném ztencovani. Technicka specifikace dodavateldm tedy neuklada podminky pro konecné
nizkonapét'ové ztencovani. Pro Uplnost upozorfiujeme na bod 2.5 v technické specifikaci, kde pozadujeme
kontrolu prfipravenych lamel pomoci detektoru STEM in-situ, bez poruseni vakua a nutnosti slozitéjsi
manipulace mimo komoru.

Dotaz ¢. 14:

Dotaz k 2. Casti FIB a bodu 2.3 dokumentu “01 Technicka specifikace”:

2.3 Dodavané zafizeni dale obsahuje ¢i umoziuje nasleduijici prvky automatizace (jedna se o parametry, které
jsou pfedmétem hodnoceni Vefejné zakazky): Obsahuje zafizeni vestavéné automatizacni Sablony pro rdzné
materidly, které uZivateli pomohou zacit s automatickou pfipravou lamel a Ize Sablony nasledné vyladit tak,
aby vyhovovaly jakymkoli typtim vzork(? — [UCASTNIK UVEDE ANO nebo NE — hodnotici kritérium ¢. 1.8]”

Zahrnuji pozadované automatizacni Sablony automatické lesténi za nizkého napéti (low kV polishing)?

Odpovéd":

Pozadujeme vestavéné automatizaCni Sablony pro rlizné materidly, které uZivateli pomohou zacit
s automatickou pfipravou lamel, tedy Sablony, které Ize aplikovat jiz od 30 kV. Soucasné pozadujeme, aby tyto
Sablony bylo moZné nasledné uZivatelsky vyladit tak, aby vyhovovaly jakymkoli typlim vzork{, potazmo nizSim
hodnotam napéti.

Dotaz €. 15:

Dotaz k 2. Cast FIB a bodu 2.4 dokumentu “01 Technicka specifikace”:

"2.4 Délka (doba) procesu automatického obrabéni této lamely o tloust’ce 50 nm bude dokoncena do [UVEDE
UCASTNIK max. vsak 60 — hodnotici kritérium ¢. 1.4] minut.”

Zahrnuje tato pozadovana doba automatizace kroky automatického leSténi za nizkého napéti (low kV
polishing)? Pokud ano, je nutné predloZit dikaz?

Odpovéd

Cilem kritéria 2.4 v technické specifikaci je identifikovat dodavatele systému, ktery p¥ipravu lamely o tloust'ce
50 nm zvladne vyrobit v co nejkratSim Case a automatickém rezimu. Mody, které budou pfi takové pripravé
aplikovany nejsou v technické specifikaci pfedem urceny. Vybrany dodavatel toto prokaze pfi predani pristroje
napf. formou protokolu nebo multimedialnim zaznamem.



Dotaz C. 16:
Dotaz k 2. Casti FIB a bodu 2.5 dokumentu “01 Technicka specifikace”:

“2.5 Ovladani iontového svazku musi byt pIné integrovano v zakladnim uzivatelském rozhrani fidiciho PC.
Systém umoziuje automatickou preparaci série lamel bez pfitomnosti operatora a simultanni monitoring
procesu pripravy lamel. Kontrola elektronové transparence lamel je ovéfitelna pomoci detektoru STEM in-situ,
bez poruseni vakua a nutnosti slozitéjSi manipulace mimo komoru.”

Je nutné in-situ STEM detektor zasunout pod TEM lamelu béhem zavére¢ného ztencovani, aby bylo mozné
zZivé sledovat tloustku a elektronovou transparentnost lamely? Takové zivé STEM zobrazovani/monitorovani
TEM lamel béhem finalniho kroku ztencovani a lesténi umozni co nejlépe kontrolovat kvalitu lamel v procesu
ztenCovani a lesténi.

Odpovéd".

Pozadujeme in-situ kontrolu elektronové transparence lamel detektorem STEM v prdbéhu jejich pfipravy
v souladu s bodem 2.5 v technické specifikaci. Tato funkce je Zadouci zejména a pravé v pribéhu posledni
faze nizkonapétového ztenCovani, aby bylo moZné s jistotou posoudit dosaZeni pozadované vysoké
transparence a minimalini tloustky.

Dotaz ¢. 17:
Dotaz k 4. ¢asti Ostatni komponenty FIB-SEM systému a bodu 4.3 dokumentu “01 Technicka specifikace”:

“4.3 Dalsi prislusenstvi Nezbytnou soucasti zakladni nabidky je veskeré prislusenstvi, nezbytné pro instalaci a
provoz kompletniho poZzadovaného systému a bez dalSich zasaht k dosazeni vSech specifikovanych parametrd,
tj. specidlni nastroje, chladi¢, kompresor, integrovany antivibraéni systém, vyvévy a pfislusSné vakuové
komponenty, plasmové Cisténi komory a vzorkd, ovladaci konsola pro Upravu obrazu, konsola pro pohyb vzorku
na stolku, zakladni pfislusenstvi pocitace (mys, klavesnice, webkamera, headset), minimalné dva velkoplosné
32" monitory s vysokou obrazovou kvalitou, zalozni UPS zdroj vhodny pro dodanou aparaturu se schopnosti
udrZet pristroj v chodu pfi vypadku napajeni, ... *

Nas zobrazovaci systém je optimalizovan pro zobrazeni na dvou 24" monitorech. Proto dodavame FIB-SEM
systém s 2 x 24" monitory. Mohl by zadavatel akceptovat toto feSeni?

Odpovéd”:
V bodu 4.3 technické specifikace poZzadujeme mj. minimalné dva velkoplosné 32" monitory s vysokou
obrazovou kvalitou. Systém s dvéma monitory 24" poZzadavku nevyhovuije.
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